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Verdrahtung ist einer der wichtigsten Schritte im VLSI-Design. Die Aufgabe besteht darin,
unter Beachtung einer Vielzahl von Nebenbedingungen disjunkte Verbindungen zwischen
Mengen von Punkten auf dem Chip zu finden. Aufgrund der hohen Komplexitat and An-
zahl — bis zu mehreren Millionen solcher Verbindungen sind zu bilden — wird dieses Prob-
lem gewohnlich in zwei Schritten, dem so genannten Global Routing und Detailed Routing,
geldst. Fur jede Menge von Komponenten, die miteinander verdrahtet werden soll, redu-
ziert das Global Routing zunéchst den Suchraum, in dem das Detailed Routing die ge-
wunschten Verbindungen mittels kirzester Wege bestimmit.
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Nach einer Einfuhrung in das Verdrahtungsproblem im VLSI-Design, wird in diesem Vor-
trag auf wesentliche mathematische Konzepte zur Lésung des Global Routing und Detai-
led Routing Problems eingegangen. Diese Verfahren kommen in dem Verdrahtungspro-
gramm BonnRoute zur Anwendung. Dieses wurde am Forschungsinstitut fir Diskrete Ma-
thematik der Universitadt Bonn entwickelt und seit vielen Jahren von IBM und seinen Kun-
den bereits auf mehr als 1000 verschiedenen Chips eingesetzt. Eine Diskussion aktueller
Herausforderungen fur das Verdrahten hochstkomplexer Chips beschliel3t den Vortrag.




